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1. はじめに

　一昨年からの欧州債務問題の長期化は，欧州向け輸出の
減少を引き起こした結果，中国およびアジアでの生産活動
に影響を与え，世界経済の減速に繋がっていった。また，
2012年の電子機器の出荷台数にも大きな変化があり，市場
の構図が様変わりした。スマートフォンやタブレット PC
は急激な勢いで普及し，これまで電子機器の需要を牽引し
てきたカラーテレビ，DSC，ゲーム機，DVDレコーダおよ
びノート PCの出荷台数は前年を下回った。特に，多様な
機能を持つスマートフォンの出荷台数は前年に比べ 40%以
上の伸びを示し，高画質カメラ機能の専用端末であるコン
パクトDSCは –15%と大幅に減少した。また，着実に成長
を続けてきたノート PCも –2%と減少に転じ，それに取っ
て代わるかのようにタブレット PCは前年に比べ 50%以上
の伸びを示した。まさに，多様な機能を持つモバイル機器
が専用端末の市場を奪った格好となった。

2. スマートフォンに搭載される部品の技術動向

　近年，電子機器の主役であるスマートフォンおよびそれ
に搭載される素子や部品の技術開発は著しい。年々，ス
マートフォンのクロック周波数は高速化し，バッテリは長
寿命化し，ディスプレイは高解像度化と大型化の一途を
辿っている。その一方で端末の軽薄短小は必要不可欠であ
る
2.1	 ハードウェア設計における課題

　端末の使用環境が快適になればなるほど設計上の課題は
増える。マルチバンド化および多機能化により 700点前後
であった部品点数は，この 1，2年で 1,000点にまで増加し
た。また，消費電流は 3 Aから 10 Aに増え，これにより
バッテリ容量は 1,400 mAhから 2,000 mAh以上にまで増大
した。その一方で，端末の軽薄短小はより一層進み，端末
の厚みは 12 mm程度から 10 mm以下に削減され，ディス
プレイサイズが 3.5インチから 4インチ以上に拡大されて

いるにも関わらず端末の重量は 140 gから 120 g程度に減
少している。これらの技術動向はハードウェア設計に大き
な課題を投げかける。
　数年前から端末の薄型化を図るため，バッテリの搭載位
置はマザーボードの下から横に変わった。この変化はハー
ドウェア設計をより複雑にした。消費電流増大による熱拡
散ルートは制約を受け，バッテリ容量の拡大からマザー
ボードの大きさは削減傾向に有り，部品点数の増大により
搭載されるチップ部品は 0603から 0402が主体と成り，マ
ザーボードに求められる仕様はより高度化してきている。
2.2	 マザーボードに求められる仕様

　前述の技術動向は全てマザーボードに対して，高多層
化，薄型化，微細配線化という要求仕様に置き換わる。図
1のメインボード仕様は，スマートフォンメーカから見た
マザーボードに求められる仕様である。

2.2.1 基板層数と厚み
　基板層数が 10層から 14層へ，10層基板厚みが 0.67 mm
から 0.5 mmへ，基板構成材料であるコア材 (CCL)厚みが
40 μmから 30 μmへ，プリプレグ厚みが 22.5 μmと進んで
ゆくことを示し，高多層化と薄型化が一層求められること
を明示している。

2.2.2 配線デザインルール
　マザーボードの小型化を実現するには，搭載部品の小型
化は有効な手段の一つである。現在のBGAピッチは 0.4 mm
が主流であるが，今後は 0.3 mmそして 0.25 mmへと BGA
狭ピッチ化が進む。チップ部品においても同様に 0603から
0402へ主流が置き換わってゆく。
　これにより，マザーボードのデザインルールは大きく影
響を受ける。BGAピッチ 0.3 mmに対応するためには φ180 
μmのビアランド径と内層 L/S = 40 μm/40 μmの組み合わ
せが，0.25 mmには φ150 μm以下のビアランド径と L/S = 
40 μm/40 μm以下の組み合わせが必要となる。0402チップ
においても同様に φ200 μmのビアランド径が必要となり，
マザーボードの微細配線化が今後より一層要求されてゆく。
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